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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理物が載置されるテーブルと、
　前記テーブルの上部に設置され、前記被処理物の表面に塗布液を塗布するスリットノズ
ルと、
　前記テーブルの少なくとも一方の側面に設置され、塗布を開始させる塗布補助機構とを
含み、前記塗布補助機構の上端部が、前記被処理物に対して所定の角度の傾斜を有し、さ
らに、
　前記スリットノズルを所定の方向に移動するための駆動部と、
　を含むことを特徴とする塗布液塗布装置。
【請求項２】
　前記被処理物が、ガラス基板を含むことを特徴とする請求項１に記載の塗布液塗布装置
。
【請求項３】
　前記塗布液が、フォトレジストのような感光液、現像液又はカラーフィルタを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の塗布液塗布装置。
【請求項４】
　前記塗布補助機構が、前記テーブルの前端に設置されて塗布液の塗布を開始させる第１
塗布補助機構を含むことを特徴とする請求項１に記載の塗布液塗布装置。
【請求項５】
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　前記塗布補助機構が、前記テーブルの後端に設置されて塗布液の塗布を終了させる第２
塗布補助機構を含むことを特徴とする請求項１に記載の塗布液塗布装置。
【請求項６】
　前記塗布補助機構の上端部が、前記被処理物の上部に延長されて該被処理物と重なる第
１領域を含むことを特徴とする請求項１に記載の塗布液塗布装置。
【請求項７】
　前記第１領域が、０．１～５ｍｍの幅を有することを特徴とする請求項６に記載の塗布
液塗布装置。
【請求項８】
　前記第１領域が、前記被処理物に対して垂直方向に１０００μｍ以下の間隔を有するこ
とを特徴とする請求項６に記載の塗布液塗布装置。
【請求項９】
　ノズルを介して第１塗布補助機構上で塗布液の予備吐出を開始する段階と、
　前記ノズルを基板側に移動させると共に塗布液を吐出する段階とを含み、前記第１塗布
補助機構の上端部が、前記基板に対して所定の角度の傾斜を有し、前記ノズルが前記第１
塗布補助機構から前記基板に移動するとき、前記ノズルと前記基板との間の間隔が所定の
間隔に調整され、さらに、
　前記基板の最後の地点まで塗布液を吐出する段階と
　を含むことを特徴とする塗布膜の形成方法。
【請求項１０】
　前記ノズルを介してフォトレジストのような感光液、現像液又はカラーフィルタを吐出
することを特徴とする請求項９に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１１】
　前記第１塗布補助機構が、前記基板の前端に位置することを特徴とする請求項９に記載
の塗布膜の形成方法。
【請求項１２】
　前記基板の後端に位置し、塗布液の塗布工程を終了させる第２塗布補助機構をさらに含
むことを特徴とする請求項９に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１３】
　前記第１塗布補助機構の上端部が、前記基板の上部に延長されているため、塗布の開始
時に、前記第１塗布補助機構から前記基板に前記ノズルが移動すると共に塗布液を吐出す
ることを特徴とする請求項９に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１４】
　前記第１塗布補助機構が、塗布の開始地点と終了地点で、前記ノズルと前記第１塗布補
助機構との間に２０～１５０μｍの第１間隔を維持した状態で塗布液を塗布することを特
徴とする請求項９に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１５】
　前記第１塗布補助機構が、塗布正常区間で前記ノズルと前記基板との間に、前記第１間
隔と同一であるか、又は前記第１間隔より大きい第２間隔を維持した状態で塗布液を塗布
することを特徴とする請求項１４に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１６】
　前記塗布液の塗布が終了した後、次の基板の塗布のために前記第１及び第２塗布補助機
構を洗浄する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１７】
　前記第１及び第２塗布補助機構を洗浄した後、前記第１及び第２塗布補助機構を乾燥す
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の塗布膜の形成方法。
【請求項１８】
　前記第１及び第２塗布補助機構の洗浄時又は前記基板の移動時には、前記第１及び第２
塗布補助機構を水平又は回転移動する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１２に記
載の塗布膜の形成方法。
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【請求項１９】
　基板を提供する段階と、
　ノズルを介して第１塗布補助機構上で塗布液の予備吐出を開始する段階と、前記ノズル
を基板方向に移動させると共に塗布液を吐出する段階と、前記基板の最後の地点まで塗布
液を吐出する段階とを含むフォトリソグラフィ工程により、前記基板にアレイ工程又はカ
ラーフィルタ工程を行う段階とを含み、前記第１塗布補助機構の上端部が、前記基板に対
して所定の角度の傾斜を有し、前記ノズルが前記第１塗布補助機構から前記基板に移動す
るとき、前記ノズルと前記基板との間の間隔が所定の間隔に調整され、さらに、
　前記アレイ工程と前記カラーフィルタ工程が終了した２つの基板を貼り合わせる段階と
、
　前記貼り合わせられた基板を複数の単位液晶表示パネルに切断する段階と、
　を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記ノズルを介してフォトレジストのような感光液、現像液又はカラーフィルタを吐出
することを特徴とする請求項１９に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２１】
　前記第１塗布補助機構が、前記基板の前端に位置することを特徴とする請求項１９に記
載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記基板の後端に位置し、塗布液の塗布工程を終了させる第２塗布補助機構をさらに含
むことを特徴とする請求項１９に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２３】
　前記第１塗布補助機構の上端部が基板の上部に延長され、塗布の開始時に前記第１塗布
補助機構から前記基板にノズルが移動すると共に塗布液を吐出することを特徴とする請求
項１９に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２４】
　前記第１塗布補助機構が、塗布の開始地点と終了地点で、前記ノズルとの間に２０～１
５０μｍの第１間隔を維持した状態で、塗布液を塗布することを特徴とする請求項１９に
記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第１塗布補助機構が、塗布正常区間で前記ノズルと前記基板との間に前記第１間隔
と同一であるか、又は前記第１間隔より大きい第２間隔を維持した状態で、塗布液を塗布
することを特徴とする請求項２４に記載の液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗布液塗布装置に係り、特に、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）の基
板や半導体ウエハなどの被処理物の表面に感光液、現像液、カラーフィルタなどの塗布液
を均一に塗布する塗布液塗布装置及びこれを利用した液晶表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネルディスプレイ又は半導体素子の製造工程には、薄膜蒸着工程、薄膜の選
択領域を露出するフォトリソグラフィ工程、及び選択領域の薄膜を除去するエッチング工
程が複数回含まれており、特に、フォトリソグラフィ工程は、基板又はウエハ上にフォト
レジストのような感光性物質の感光膜を形成するコーティング工程と所定のパターンが形
成されたマスクを使用して感光膜をパターニングする露光及び現像工程とからなる。
【０００３】
　一般的に、基板又はウエハ上に感光膜を形成するコーティング工程には、スプレーコー
ティング法、ロールコーティング法又はスピンコーティング法などが用いられる。
【０００４】
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　スプレーコーティング法及びロールコーティング法は、コーティング膜の均一性及び厚
さの調整が容易でないため、高精密度用には適さず、高精密パターン形成用にはスピンコ
ーティング法が用いられる。
【０００５】
　以下、スピンコーティング法に使用されるスピンコーター（spin coater）を図面を参
照して詳細に説明する。
【０００６】
　図６は、一般的なスピンコーターの構造を示す断面図である。
　図６に示すように、スピンコーターは、回転軸６に連結されているスピンチャック（sp
in chuck）５と、スピンチャック５の外部を囲むと共に、開閉可能なカバー７と、スピン
チャック５の上部に位置し、カバー７の開放時にカバー７の内部に移動するノズル４とか
ら構成される。
【０００７】
　スピンチャック５には、感光膜がコーティングされる被処理物１０が載置され、カバー
７の下部には、下部に落下するフォトレジスト等の感光液を外部に排出するドレインバル
ブ（図示せず）が設置される。
【０００８】
　このように構成されたスピンコーターは、被処理物１０にコーティング膜を形成するた
めに、まず、ノズル４が下降してスピンチャック５に載置されている被処理物１０の表面
に感光液を噴射する。
【０００９】
　被処理物１０に感光液が噴射されると、カバー７が密閉されると共にモータＭが回転し
、モータＭに連結されている回転軸６が回転して被処理物１０が載置されているスピンチ
ャック５が所定回数回転する。
【００１０】
　スピンチャック５が回転すると、被処理物１０の上面に噴射された感光液が遠心力によ
り外側に広がることにより、被処理物１０の全面に感光液が塗布される。
このように被処理物１０の全面に感光液が塗布され、これを凝固させた後、フォトマスク
などを使用して露光及び現像することにより、被処理物１０の表面に所定のパターンを形
成する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記スピンコーターを利用したスピンコーティング法は、ウエハのよう
に小さいサイズの被処理物に感光膜をコーティングするには適しているが、被処理物のサ
イズが大きくて重量が重いフラットパネルディスプレイ用基板（例えば、液晶表示パネル
用ガラス基板）などに感光膜をコーティングするには適さない。
【００１２】
　すなわち、感光膜がコーティングされる基板が大きくて重量が重いほど、基板を高速で
回転させることが難しくなり、高速回転時に、基板の破損及びエネルギーの消耗という問
題があった。
【００１３】
　また、スピンコーティング法は、コーティングに使用される感光液の量に比べて捨てら
れる量が多すぎるため、感光液の浪費が激しいという問題があった。すなわち、基板の表
面に塗布された感光液の相当量が、スピンチャックの高速回転時にスピンチャンクの外に
飛散して捨てられる。実質的に、フォトリソグラフィ工程のために使用される感光液より
、浪費される感光液の量が非常に多く、飛散した感光液は、以後の薄膜形成工程で異物と
して作用する可能性があり、環境汚染源となることもある。
【００１４】
　従って、本発明は、前述したような問題を解決するために提案されたもので、本発明の
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目的は、大面積の基板に感光液、現像液、カラーフィルタなどの塗布液を均一に塗布でき
る塗布液塗布装置及びこれを利用した液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、スリットノズルを利用した塗布液の塗布において、塗布の開始地
点と終了地点に関係なく基板の全面に均一に塗布膜を塗布できる塗布液塗布装置及びこれ
を利用した液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明のさらに他の目的は、ノズル状態の変化に関係なく一定の工程条件が維持できる
塗布液塗布装置及びこれを利用した液晶表示装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　このような目的を達成するために、本発明による塗布液塗布装置は、被処理物が載置さ
れるテーブルと、該テーブルの上部に設置され、前記被処理物の表面に塗布液を塗布する
スリットノズルと、前記テーブルの少なくとも一側面に設置され、塗布が開始される塗布
補助機構と、前記スリットノズルを所定方向に移動するための駆動部とを含むことを特徴
とする。
【００１８】
　また、このような目的を達成するために、本発明による塗布膜の形成方法は、ノズルを
介して第１塗布補助機構上で塗布液の予備吐出を開始する段階と、前記ノズルを基板側に
移動させると共に塗布液を吐出する段階と、前記基板の終端まで塗布液を吐出する段階と
を含むことを特徴とする。
【００１９】
　また、このような目的を達成するために、本発明の液晶表示装置の製造方法は、基板を
提供する段階と、ノズルを介して第１塗布補助機構上で塗布液の予備吐出を開始する段階
と、前記ノズルを基板方向に移動させると共に塗布液を吐出する段階と、前記基板の最後
の地点まで塗布液を吐出する段階とを含むフォトリソグラフィ工程により、前記基板にア
レイ工程又はカラーフィルタ工程を行う段階と、前記アレイ工程と前記カラーフィルタ工
程が終了した２つの基板を貼り合わせる段階と、前記貼り合わせられた基板を複数の単位
液晶表示パネルに切断する段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明による塗布液塗布装置及びこれを利用した塗布膜の形成方法は、塗布補助機構上
で塗布液の吐出が開始及び終了するため、基板の塗布開始地点及び終了地点における塗布
均一性が向上できるという効果がある。
【００２１】
　また、本発明による塗布液塗布装置及びこれを利用した塗布膜の形成方法は、基板の開
始地点及び終了地点における塗布条件を基板全体の塗布条件と同一にすることができるた
め、工程条件の単純化により使用者が工程条件を容易に調整することができるという効果
がある。
【００２２】
　また、本発明による塗布液塗布装置及びこれを利用した塗布膜の形成方法は、塗布条件
によるノズル状態の敏感性を緩和し、ノズル状態が少し変化しても工程条件には異常がな
いようにすることができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明による塗布液塗布装置及びこれを利用した液晶表示装置の
製造方法の好ましい実施形態を詳細に説明する。
【００２４】
　一般的に、半導体及びフラットパネルディスプレイの製造分野では、特定機能を実行す
る薄膜、例えば、絶縁膜、金属薄膜、半導体薄膜などを所望の形状にパターニングするた
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めにはフォトリソグラフィ工程が必要であり、フォトリソグラフィ工程には、光と化学反
応するフォトレジストなどの感光液が使用される。
【００２５】
　ここで、感光膜が、薄膜が形成された基板に均一の厚さに形成されないと工程中に不良
が発生する。例えば、感光膜が指定厚さより厚く形成された場合、薄膜の所望のエッチン
グされるべき部分がエッチングされなくなり、感光膜が指定厚さより薄く形成された場合
は、薄膜が所望のエッチング量より多くエッチングされる問題が発生する。
【００２６】
　特に、このような感光液の均一な塗布は、フラットパネルディスプレイ、特に、液晶表
示装置の液晶表示パネルの大面積化により基板のサイズが大きくなる現在の傾向において
、非常に重要な要因の１つである。
【００２７】
　前述した問題を解決するために、既存のスピンチャックのようなスピンナーを使用せず
に、所定の感光液をスリットノズルを使用して噴射するノズル方式が提案された。ノズル
方式を用いた露光装置は、スピンナーを利用しないことからスピンレスコーター（spinle
ss coater）、又はスリットから感光液が噴射されることからスリットコーター（slit co
ater）と呼ばれる。スリットコーターは、幅より長さが長いスリット状のノズルを介して
感光液を供給して基板の表面に面状に感光液を塗布するので、大型の液晶表示パネルに感
光液を塗布するのに適している。
【００２８】
　図１Ａ及び図１Ｂは、スリットコーターの基本的な概念及びスリットコーターにより感
光液が塗布される工程をそれぞれ示す図である。
【００２９】
　図示されたように、本実施形態のスリットコーターは、幅が狭くて長さが長いスリット
状のノズル１４０を備え、スリットノズル１４０を介して感光液１４５を供給することに
より、基板１１０の表面に面状に感光液１４５を塗布する。
【００３０】
　すなわち、このスリットコーターは、バー型の長いスリットノズル１４０を介して所定
量の感光液１４５を基板１１０などに塗布する装置であり、基板１１０の一方側から他方
側に一定速度で移動しながら微細なスリットノズル１４０を介して一定量の感光液１４５
を塗布することにより、基板１１０の表面に均一な感光膜を形成する。
【００３１】
　また、図１Ａ及び図１Ｂに示したスリットコーターは、基板１１０の表面のうち所望の
部分にのみ感光液１４５を塗布できるため、前述したスピンコーターに比べて塗布液の浪
費がないという利点があり、幅の広い面形状に塗布液の塗布が可能であるため、大型の基
板や四角形の基板に適している。
【００３２】
　さらに、図中の符号１２０は、基板１１０が載置されるテーブルを示し、矢印はスリッ
トノズル１４０が移動する方向であり、この矢印方向に感光液１４５が噴射及び塗布され
る。
【００３３】
　図２は、本実施形態におけるスリットコーターを概略的に示す正面図である。
　ここで、本実施形態のスリットコーターは、液晶表示装置の画面パネルを製造するため
の四角形ガラス基板が被処理物であり、基板の表面に形成された導電膜などを選択的にエ
ッチングするフォトリソグラフィ工程において、基板の表面に塗布液を塗布する塗布液コ
ーティング工程に利用される。また、このスリットコーターは、液晶表示装置用のガラス
基板だけでなく、一般的にフラットパネルディスプレイ用の多様な基板に塗布液を塗布す
る装置として変形して利用することもできる。
【００３４】
　図２に示すように、本実施形態の塗布液塗布装置のスリットコーター３００は、基板（
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図示せず）が載置されるテーブル２２０と、基板に塗布液、例えばフォトレジストのよう
な感光液を塗布するスリットノズル部２００と、スリットノズル部２００の両端に設置さ
れてスリットノズル部２００を一定速度で移動させる駆動部２６０とからなる。
【００３５】
　また、スリットコーター３００は、基板をコーティングする感光液を供給する供給部（
図示せず）と、この供給部からスリットノズル部２００に感光液を供給して一定圧力を加
えて感光液を噴射するポンプ手段（図示せず）とを含む。
【００３６】
　ここで、上記供給部は、感光液を貯蔵する貯蔵タンク（図示せず）と、この貯蔵タンク
に貯蔵された感光液をスリットノズル部２００に供給する供給配管（図示せず）と、流量
調節装置（図示せず）とから構成される。
【００３７】
　上記貯蔵タンクは、スリットノズル部２００に供給されるフォトレジストのような感光
液、現像液、カラーフィルタなどの塗布液を貯蔵し、駆動部２６０に取り付けることがで
きる。
【００３８】
　上記ポンプ手段は、一定の圧力をスリットノズル部２００に加え、その圧力によりスリ
ットノズル部２００に貯蔵された感光液が噴射される。ここで、このポンプ手段は、上記
貯蔵タンクに設置することができ、貯蔵タンクの内部を加圧して貯蔵タンクに貯蔵された
塗布液をスリットノズル部２００に供給する。
【００３９】
　テーブル２２０の上には、ガラス基板等の被処理物が載置され、基板をテーブル２２０
から持ち上げるためのピン（図示せず）がテーブルの表面に複数設置される。
　ここで、テーブル２２０は、長方形の石製であり、その上面及び側面は平坦に加工され
ている。
【００４０】
　水平面であるテーブル２２０の上面には基板が載置されるが、この上面には、複数の真
空吸着口（図示せず）が形成されているため、スリットコーター３００において基板が処
理される間、吸着により基板を水平位置に維持する。
【００４１】
　ここで、テーブル２２０の前後端には塗布補助機構（図示せず）が設置され、前端の塗
布補助機構で塗布液の塗布が開始し、後端の塗布補助機構で塗布液の塗布が終了するため
、基板の全面に均一な塗布膜を形成することが可能となる。
【００４２】
　ここで、塗布補助機構は、基板の前端にのみ設置することもでき、基板の前端及び後端
の両側に設置することもできる。
【００４３】
　駆動部２６０は、スリットノズル部２００の両端に設置されてスリットノズル部２００
を垂直方向（Ｚ軸方向）に移動させる１対のＺ軸駆動装置２６１と、スリットノズル部２
００を前後方向（Ｘ軸方向）に一定速度で移動させて基板の表面に感光液を均一に噴射さ
せる１対のＸ軸駆動装置２６２とを含む。
【００４４】
　ここで、Ｘ軸駆動装置２６２は、モータ（図示せず）と、移動レールやガイドレールな
どの移動手段２７０とから構成され、このモータとして非接触タイプのリニアモータを使
用することができる。
【００４５】
　移動手段２７０は、テーブル２２０の両端部に固定設置される支持ブロック２９０と共
にスリットノズル部２００の移動を案内する。すなわち、移動手段２７０は、スリットノ
ズル部２００を介して基板に塗布液を塗布するために、スリットノズル部２００をテーブ
ル２２０面に対して水平にＸ軸方向に移動させるガイドの役割を果たす。
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【００４６】
　テーブル２２０の上部には、テーブル２２０と水平にスリットノズル部２００が設置さ
れ、スリットノズル部２００は、基板の幅に対応する長さを有するスリット状のノズル２
４０と、ノズル２４０が装着されるヘッド２５０とから構成される。さらに、スリットノ
ズル部２００は、ノズル２４０と基板との間のギャップを測定するためのギャップセンサ
２５５を含む。
【００４７】
　ここで、ノズル２４０は、ノズル本体２４１と流入口（図３の２４６）と、吐出口２４
２とから構成され、ノズル本体２４１の内部には感光液を貯蔵するための収納空間が備え
られ、流入口はノズル本体２４１に、吐出口２４２はノズル本体２４１が基板に対向する
面に形成される。ここで、実質的に吐出口２４２は、幅より長さが長いスリット形状を有
する。
【００４８】
　また、ノズル２４０は、Ｘ軸駆動装置２６２によって基板の一方側から他方側へと移動
しながら感光液を噴射することにより、基板の表面に感光液を均一に塗布する。また、ノ
ズル２４０を固定した状態で基板を摺動させて同一の感光液塗布工程を行うこともできる
。
【００４９】
　以下、このように構成されたスリットコーター３００のスリットノズル２４０の詳細な
構成を図面を参照して詳細に説明する。
【００５０】
　図３は、図２に示すスリット状のノズル２４０の断面を概略的に示す図である。
　図３に示すように、ノズル２４０は、第１ノズル本体２４１ａ、第２ノズル本体２４１
ｂ、流入口２４６、及び吐出口２４２からなる。
【００５１】
　このように、ノズル２４０は、第１ノズル本体２４１ａと第２ノズル本体２４１ｂが結
合してノズル本体２４１を構成し、第１ノズル本体２４１ａと第２ノズル本体２４１ｂ間
にはポンプ手段により加圧される感光液を均一に噴射するために所定量の感光液が一時貯
蔵される収納空間２４４が形成されている。
【００５２】
　ここで、流入口２４６は、第２ノズル本体２４１ｂの上部に形成されて収納空間２４４
に感光液を供給し、吐出口２４２は、幅より長さの長いスリット状であり、基板に対向す
る面に形成されて基板の表面に面状に感光液を塗布する。
【００５３】
　また、第１ノズル本体２４１ａと第２ノズル本体２４１ｂとの間のギャップは、ステン
レススチール材質の非常に薄いシム（shim）２４３により決定される。
【００５４】
　このように構成されたノズル２４０は、ノズル本体２４１の下段部に設置された複数の
ボルト２４８の締め・緩めにより第１ノズル本体２４１ａと第２ノズル本体２４１ｂとの
間のギャップを調節する。
【００５５】
　以下、本発明の塗布液塗布装置を利用した塗布膜の形成方法を図面を参照して詳細に説
明する。
【００５６】
　図４Ａ～図４Ｅは、本発明の第１実施形態における塗布工程の手順を示す断面図である
。
【００５７】
　まず、図４Ａに示すように、塗布開始区間では、塗布開始時の塗布不良を防止し、均一
な塗布膜２４５を形成するために、スリットノズル２４０と基板２１０との間の間隔Ｄ１
を約３５μｍにして停止状態で塗布液の吐出を開始する。
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【００５８】
　塗布開始区間では、塗布液の塗布時に塗布不良が発生せずに塗布膜２４５の均一性が塗
布正常区間とほぼ同一になるように様々なプロセス変数を制御して塗布を開始する。
【００５９】
　ここで、基板２１０とノズル２４０との間の間隔Ｄ１を狭くする理由は、塗布開始地点
での塗布不良防止及び膜の均一性のためである。
【００６０】
　その後、塗布膜２４５の均一性が良好で、塗布不良が発生しない状態となると、基板２
１０との正常な塗布間隔Ｄ２が維持されるようにノズル２４０が上昇して水平方向（図面
における矢印方向）に移動する。ここで、水平移動加速度及び垂直移動加速度、移動速度
、塗布液吐出速度、移動手段の同期化などが膜の均一性に影響を与える。
【００６１】
　次に、図４Ｂは、正常塗布開始区間を示し、図示されたように、塗布開始区間は水平及
び垂直移動速度の変化区間であったが、この区間は、水平移動速度は一定に維持され、垂
直移動速度は０の状態である。従って、塗布液の吐出が均一に行われると、均一の塗布膜
２４５が得られる。
【００６２】
　ここで、ノズル２４０と基板２１０との間の間隔Ｄ２は約１５０μｍを維持する。
【００６３】
　図４Ｃ及び図４Ｄは、それぞれ正常塗布区間及び正常塗布終了区間を示し、図４Ｂと同
一の状態で基板２１０の最後の地点まで塗布液の吐出工程が行われる。
【００６４】
　このように基板の最後の地点まで塗布が行われると、図４Ｅに示すように、塗布液の吐
出のためのポンプ（図示せず）の動作を停止し、塗布開始区間と同様に膜均一性を向上さ
せるために基板２１０とスリット２４０との間の間隔を間隔Ｄ１とし狭くする。
【００６５】
　ここで、塗布液ポンプの動作は停止しても塗布液が基板２１０に所定距離吐出されるた
め、スリット２４０と基板２１０との間の間隔が間隔Ｄ１より大きくなると、塗布膜２４
５が厚くなり、塗布不良が発生する可能性が高くなる。
【００６６】
　また、図中の符号２２０は、基板２１０が載置されるテーブルを示す。
【００６７】
　上記第１実施形態の塗布膜塗布方法における基板２１０の塗布開始地点と終了地点にお
ける塗布膜の均一性をより良好にするため、前述したように、テーブルの前後端に塗布補
助機構を設置することができる。この塗布補助機構を設けることにより、塗布補助機構か
ら塗布を開始し、塗布補助機構で塗布を終了すると、基板の塗布開始地点と終了地点にお
ける塗布均一性が向上できると同時に、工程条件の操作を単純化して使用者が工程条件を
容易に合わせることができる。また、塗布条件によるノズル状態の敏感性を緩和すること
で、ノズル状態が少し変化しても工程条件には異常が発生しないようにすることがでる。
これを以下に第２実施形態として詳細に説明する。
【００６８】
　図５Ａ～図５Ｅは、本発明の第２実施形態における塗布工程の手順を示す断面図であり
、塗布補助機構を使用した状態の塗布液塗布工程を示す。
【００６９】
　図５Ａに示すように、塗布開始区間では、基板３１０の前端に第１塗布補助機構４００
Ａを設置して第１塗布補助機構４００Ａから塗布を始める。
【００７０】
　ここで、スリットノズル３４０は、塗布液を吐出して第１塗布補助機構４００Ａ上に均
一な塗布幕を形成し、基板３１０側（図５Ｂの矢印方向）に一定の速度で移動する。
【００７１】
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　第１塗布補助機構４００Ａは、その上端部の所定部分が基板３１０の上部に重なるよう
に置かれ、幅Ｗ１を１０ｍｍ（第１塗布補助機構４００Ａの上端部の長さ）以上にして塗
布膜の均一性を充分に形成し、スリットノズル３４０が基板３１０に到達すると、図５Ｂ
に示すように、塗布液吐出速度、スリットノズル３４０の移動速度を一定に維持し、スリ
ットノズル３４０と基板３１０との間を一定の間隔Ｄ４（第２間隔）にした状態で基板３
１０の表面に塗布液を吐出する。
【００７２】
　ここで、塗布液が最初に塗布される基板３１０の前端の第１塗布補助機構４００Ａは、
その上端部が基板３１０に対して若干の傾斜角を有するように構成できる。
【００７３】
　従って、スリットノズル３４０は、第１塗布補助機構４００Ａ上で待機するときは、第
１塗布補助機構４００Ａの上端部と約２０～１５０μｍの間隔Ｄ３（第１間隔）を有し、
スリットノズル３４０が基板３１０に移動すると、垂直方向に移動しなくても第１塗布補
助機構４００Ａの上端部の傾斜面により基板３１０に到達したときは、所定の間隔である
間隔Ｄ４となる。所定の間隔Ｄ４は、使用者によって設定され、第１塗布補助機構４００
Ａにおける基板３１０とスリットノズル３４０との間隔Ｄ３と同一であるか、又は、間隔
Ｄ３より大きくてもよい。
【００７４】
　このように、基板３１０の前端の第１塗布補助機構４００Ａで予備吐出を実施して充分
な塗布液を吐出した状態でスリットノズル３４０が基板３１０に移動し、スリットノズル
３４０が基板３１０に到達すると、移動速度及び塗布液吐出速度を一定に維持すると同時
に、スリットノズル３４０と基板３１０との間の間隔Ｄ４も一定に維持した状態で、塗布
液を吐出する。
【００７５】
　次に、図５Ｃ及び図５Ｄは、前述した第１実施形態と同様に、それぞれ正常塗布区間及
び正常塗布終了区間を示し、図５Ｂと同一の状態で基板３１０の終端まで塗布液の吐出が
行われる。
【００７６】
　ここで、水平移動速度を一定に維持した状態で塗布液吐出が均一に行われると、基板３
１０の全面にわたって均一な塗布膜３４５を得ることができる。
【００７７】
　ここで、スリットノズル３４０と基板３１０との間の間隔Ｄ４は、約１５０μｍを維持
する。
【００７８】
　このように、スリットノズル３４０が基板３１０の最後地点まで塗布を行った後も、図
５Ｅに示すように、基板３１０の後端に位置する第２塗布補助機構４００Ｂに到達するま
では塗布液の吐出を継続する。
【００７９】
　ここで、本実施形態は、基板３１０の後端に第２塗布補助機構４００Ｂを設置した場合
を例にして説明しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、基板３１０の後端
に塗布補助機構４００Ｂを設置しなくてもよい。その理由は、基板３１０の最後地点では
開始地点より塗布膜３４５の均一性の制御が容易なためである。
【００８０】
　ただし、基板３１０の後端に第２塗布補助機構４００Ｂを設置した場合は、複数のスリ
ットノズル３４０を使用するとき、第２塗布補助機構４００Ｂを基板３１０の前端の塗布
補助機構として活用することができ、特に、基板３１０上ではスリットノズル３４０と基
板３１０との間の間隔を一定に維持したままスリットノズル３４０を一定速度で移動し、
基板３１０の後端では塗布液吐出を停止すると、基板３１０の最後の地点における塗布膜
３４５の均一性が向上できると同時に、工程条件の単純化ができる。これは、基板３１０
上で塗布液の吐出が停止するのでなく、塗布膜３４５の品質とは関係ない後端の第２塗布
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補助機構４００Ｂ上で停止するためである。
【００８１】
　また、第１及び第２塗布補助機構４００Ａ、４００Ｂは、前述したように、その上端部
が基板３１０の上部に延長されて約０.１～５ｍｍの幅Ｗ２（第１領域）が重なり、基板
３１０の端部が塗布液で汚染されることを防止するために、図５Ａに示した基板３１０と
の間隔Ｄ５を約０～１０００μｍに維持して重なっている。このようにすると、基板３１
０の端部に塗布液が付いて基板３１０が汚染されることが防止できる。
【００８２】
　一方、塗布液が吐出されて塗布膜が形成された第１及び第２塗布補助機構４００Ａ、４
００Ｂは、次の基板３１０に塗布液を吐出する前に洗浄過程を行う。ここで、洗浄時にテ
ーブル３２０が汚染されないように、第１及び第２塗布補助機構４００Ａ、４００Ｂが水
平に又は回転して洗浄位置に移動した後、洗浄を行う。ここで、洗浄は、ブラシ、超音波
、ローラなどの様々な方式を用いて行うことができる。
【００８３】
　第１及び第２塗布補助機構４００Ａ、４００Ｂは、洗浄時に、基板３１０を支持するテ
ーブルの汚染を防止するために、前述したように回転及び直線移動できる装置を備えるか
、又はカバーをさらに含むこともできる。
【００８４】
　また、第１及び第２塗布補助機構４００Ａ、４００Ｂの洗浄後、第１及び第２塗布補助
機構４００Ａ、４００Ｂの乾燥過程を行う。
【００８５】
　以下、本発明の塗布膜の形成方法を用いた液晶表示装置の製造方法を詳細に説明する。
　液晶表示装置の製造方法は、アレイ基板を形成するアレイ工程と、カラーフィルタ基板
を形成するカラーフィルタ工程と、上記アレイ基板と上記カラーフィルタ基板を貼り合わ
せて単位液晶表示パネルを形成するセル工程とからなり、以下、以上の過程を詳細に説明
する。
【００８６】
　まず、ガラス等の透明な絶縁基板上に縦横に配列されて複数の画素領域を定義する複数
のゲートラインとデータラインを形成し、各画素領域にゲートライン及びデータラインに
接続するスイッチング素子である薄膜トランジスタを形成する。また、アレイ工程により
、薄膜トランジスタに接続され、薄膜トランジスタを介して信号が印加されることにより
液晶層を駆動する画素電極を形成する。但し、横電界モードの場合は、アレイ工程により
液晶層に水平電界を形成する画素電極及び共通電極を共に形成する。
【００８７】
　また、カラーフィルタ基板には、カラーフィルタ工程により、赤、緑、青色のカラーを
実現するサブカラーフィルタからなるカラーフィルタと、サブカラーフィルタを区分し、
液晶層を透過する光を遮断するブラックマトリクスとを形成する。
【００８８】
　ブラックマトリクスは、樹脂材質の有機膜が適用できるが、例えば、カーボンブラック
や黒色顔料のうちいずれか１つを含むアクリル、エポキシ又はポリイミド樹脂などの着色
された有機系樹脂などが適用できる。
【００８９】
　次に、基板の全面に透明な絶縁物質からなるオーバーコート層を形成する。
　オーバーコート層は、カラーフィルタが形成された基板を平坦化し、顔料の流出を防止
するために、絶縁特性を有する透明な樹脂で形成し、特に、アクリル系樹脂又はエポキシ
系樹脂で形成できる。
【００９０】
　このように、アレイ工程及びカラーフィルタ工程には、薄膜トランジスタ及びカラーフ
ィルタなどのパターン形成に複数回のフォトリソグラフィ工程を必要とする。
【００９１】
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　フォトリソグラフィ工程は、マスクに描かれたパターンを薄膜が蒸着された基板上に転
写して所望のパターンを形成する一連の工程であり、感光液塗布、露光、現像工程などの
複数の工程からなる。
【００９２】
　ここで、感光液の塗布に、前述した本発明の塗布液塗布装置及び塗布膜の形成方法が利
用でき、その際、テーブルの前後端に塗布補助機構を設置して塗布補助機構から感光液の
塗布を開始し、塗布補助機構で塗布を終了する。その結果、基板の塗布の開始地点と終了
地点における塗布均一性が向上でき、工程条件の操作を単純化することで使用者が工程条
件を容易に合わせることができる。また、塗布条件によるノズル状態の敏感性を緩和して
ノズル状態が少し変化しても工程条件には異常が発生しないようにすることができる。
【００９３】
　次に、カラーフィルタ基板やアレイ基板上に有機膜でスペーサを形成する。
　スペーサとしては、液晶表示パネルが大型化するにつれて、アレイ基板やカラーフィル
タ基板に固定される形態の柱状スペーサ（又は、パターン化したスペーサ）を使用してい
る。
【００９４】
　次に、アレイ基板とカラーフィルタ基板にそれぞれ配向膜を塗布した後、これら２つの
基板間に形成される液晶層の液晶分子に配向規制力又は表面固定力（すなわち、プレチル
ト角と配向方向）を提供するために、配向膜を形成する配向処理する。ここで、配向処理
方法としては、ラビング法又は光配向方法が適用できる。
　次に、カラーフィルタ基板にシーラントで所定のシールパターンを形成すると同時に、
アレイ基板に液晶層を形成する。
　その後、アレイ基板とカラーフィルタ基板に圧力を加えて貼り合わせて単位液晶表示パ
ネルを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１Ａ】スリットコーターの基本的な概念及びスリットコーターにより感光液が塗布さ
れる工程を示す図である。
【図１Ｂ】スリットコーターの基本的な概念及びスリットコーターにより感光液が塗布さ
れる工程を示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるスリットコーターを概略的に示す正面図である。
【図３】図２に示すスリットコーターのスリットノズルの断面を概略的に示す図である。
【図４Ａ】本発明の第１実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図４Ｂ】本発明の第１実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図４Ｃ】本発明の第１実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図４Ｄ】本発明の第１実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図４Ｅ】本発明の第１実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図５Ａ】本発明の第２実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図５Ｂ】本発明の第２実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図５Ｃ】本発明の第２実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図５Ｄ】本発明の第２実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図５Ｅ】本発明の第２実施形態による塗布工程の手順を示す断面図である。
【図６】一般的なスピンコーターの構造を示す断面図である。
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